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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月27日(2014.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化ケイ素および窒化ケイ素の少なくとも１種とポリシリコンとを含む基体を提供し；
　当初成分として、水、研磨剤並びに式：Ｒ（ＥＯ）ｘＳＯ３Ｎａ（式中、Ｒは６～３０
個の炭素原子を有する脂肪アルコールであり；ＥＯはエチレンオキシドであり；ｘは１０
～３００である）を有する非環式有機スルホン酸化合物からなる化学機械研磨組成物を提
供し；
　化学機械研磨パッドに研磨面を提供し；
　基体に対して研磨面を動かし；
　化学機械研磨組成物を研磨面上に分配し；
　基体の少なくとも一部分を摩耗させて、基体を研磨する；
ことを含み、
　ポリシリコンの少なくとも幾分かが基体から除去され；
　酸化ケイ素および窒化ケイ素の少なくとも１種の少なくとも幾分かが基体から除去され
；
　化学機械研磨組成物への非環式有機スルホン酸化合物の添加により酸化ケイ素および窒
化ケイ素の除去速度が１０％以内しか変化しない、かつ、化学機械研磨組成物への非環式
有機スルホン酸化合物の添加の結果としてポリシリコンの除去速度が２０％以上低い；
基体を化学機械研磨する方法。
【請求項２】



(2) JP 2011-192995 A5 2014.4.17

　基体が酸化ケイ素の存在と共にポリシリコンを含み、並びに化学機械研磨組成物が２以
上：１の酸化ケイ素：ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　化学機械研磨組成物が、２００ｍｍ研磨装置において、９３回転／分のプラテン速度、
８７回転／分のキャリア速度、２００ｍｌ／分の化学機械研磨組成物流速、２０．７ｋＰ
ａの名目ダウンフォースで；８００Å／分以上の酸化ケイ素除去速度を示し；そして、ポ
リウレタン含浸不織サブパッドおよびポリマー中空コア微小球体を含むポリウレタン研磨
層を化学機械研磨パッドが含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
ポリシリコンが非晶質ポリシリコンであり、並びに化学機械研磨組成物が２以上：１の酸
化ケイ素：非晶質ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
ポリシリコンが非晶質ポリシリコンであり、並びに化学機械研磨組成物が５以上：１の酸
化ケイ素：非晶質ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
基体が窒化ケイ素の存在と共にポリシリコンを含み、並びに化学機械研磨組成物が２以上
：１の窒化ケイ素：ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
化学機械研磨組成物が、２００ｍｍ研磨装置において、９３回転／分のプラテン速度、８
７回転／分のキャリア速度、２００ｍｌ／分の化学機械研磨組成物流速、２０．７ｋＰａ
の名目ダウンフォースで；８００Å／分以上の窒化ケイ素除去速度を示し；そして、ポリ
ウレタン含浸不織サブパッドおよびポリマー中空コア微小球体を含むポリウレタン研磨層
を化学機械研磨パッドが含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
ポリシリコンが非晶質ポリシリコンであり、並びに化学機械研磨組成物が２以上：１の窒
化ケイ素：非晶質ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
ポリシリコンが非晶質ポリシリコンであり、並びに化学機械研磨組成物が５以上：１の窒
化ケイ素：非晶質ポリシリコン除去速度選択性を示す、請求項７に記載の方法。
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